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H.F. Sterling - P. W. Graves
M.P, Drake, 67-4-2

El presente invento se refiere a un método de
recubrimiento metélico de una supetrficie de aislamicnto
eléctrico de un substrato, con un.polvo de particulas com-

puestas que comprende cada una un nficleo de un metal y un

recubrimiento de, por lo menos, un segundo metal mis blando

que el metal del nficleo, y la aplicacidén de una presidn a

la porcién cubierta de polveo de la superficie para presio-
nar las particulas cohecrentemente.

El método establecido anteriormente proporciona un
recubrimiento metilico sin necesidad de ningln proceso de
sinterizacién. Las particulas de polvo metalico tienen un
recubriﬁiento elegido para facilitar su flujo y la posibili-
dad de soldar por calor (aunque puede utilizarse una cantida
de calor controlada como indicaremos después). Por ejemplo,
si se utiliza polvo de acero recubierto de plomo, tendré
Jugar el flqjo y la consolidacidn bajo una presién‘moderada,
hasta que los nlicleos de acero mismos se presionen entre
ellos y se toéuen. En esta etapa el recubrimiento consiste d
una red de acero recubierta de glomo que se mantiene por‘
una soldadura caliente del plomo. La unién del recubrimiento
con el subst;ato tiene lugar bien en virt;d de la naturale-.
za intrinseca de la superficie, de tal manera que la presiébn
aplicada (y el calor) sea efectiva para provocar la coheren«
cia del metal a la superficie, o un elemento de unidn adicié
nal como puede ser un adhesivo.

La forma superficial de las particulas de polvo
individuales y sus distribucién por tamafios son factores
que gobierman la interaccidén de las particulas., que tiene:
1ugaf bajo presidén cuando se consolida la fase de'recubri-_

miento y las particulas se compactan.
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3.

El substrato scbre el que se deposita el recubri

mientd me@éli&g puede ser rigido o flexible, puede consistir
enterameﬂie de material aislante dApuede incluir un mate=-
rial eléctricamente conductor com una superficie eléctrica-
mente aislante, por ejemplo, una placa de aluminio anodizado

El substrato puede ser de material cer&mico, parti
cuiarmente cuando la presidn aplicada'se acompafia por un
grado de calentamiento, bien del troquel con que se aplica 1
presidén, o del substrato, y/o reducir la presidn requerida_
pgfa un polvo dado.

En particular, pero no exclusivamente, la aplica -
cidén del método esté’en la formacidén de conductores’eléctri
cos de diferentes configuraciones en forma de pistas conduc-
toras met&licas sobre un substrato aislante, similar a los
producidos, por ejemplo, por foto-acido para las tarjetas de
circuito impreso. .

Un polvo apropiado para esta aplicacidn consiste
de cobre recubierto de estaflo que se deposita sobre la super
ficie de un substrato aéropiado, tal.coﬁo una tarjeta de
paﬁel recubierto de resina, que tiene sobre la misma una
fina ‘'capa de adhesivo. La terjeta asi preparada se somete
a presidén que se aplica mediante un proceso apropiado a
través de un troquel que tiene la distribucidn requerida
de pistas de conexidén en relieve sobre su superficie de con-
tacto con la tarjeta. De esta ménera se consolida la distri-
bucidén del circuito y se suelda a la superficie del substra-
to en aquellas regiones sujetas a presidn. Al quitar la
presién, el polvo que sobra se separa mediante cepillado u

otros medios y puede volver a utilizarse.

En un método concreto, las particulas de cobre
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recubiertas de estafio se recubren individualmente con un adh
sivo aprogiadgtque pueda ser tratado con calor (curadoe) en
una ﬁltim; etapa. Este polvo se fa%rica en forma de tinta po
combinacidén con un medio apropiadb: con el que se imprime un
bastidox de seda sobre la tarjeta de circuito impreso en la
distribucibn de conductores requerida. La tarjeta se someteq
en£onces a presibn, bien selectivamente por dbénde se encuen-
tra impresa la distribucibn o en el total. Posteriormente,

a la fase de presidn, si se ha realizado sin calntamiento, .
el conjunto se somete a calor para fijar el adhesivo. La
fijacidén del adhesivo podria conseguirse simulténeamente

por la presidn si el-troquel y/o el substrato se calientan
durante la aplicacién de la presiodn.

En otro ejemplo, la superficie de la tarjeta se .
somete a un proceso de rebaje mediante un troquel de presidn
u otros medios, para formar una distribucibn entallada de la
forma del circuito déseado. El polvo se deposita entonces ecn
las entalladuras. Se aplica entonces la ‘presidén utilizando
el mismo o similar troquel gue para for$ar las entalladuras
originales.

Son posibles otra; formas de cﬁmponer las particu—'
las de polvo. Por ejempio, con nficleos de hierro, recubierto:
por inmgrsién con cobre y luego con una aleacidn estafio-plom:

El metal de recubrimiento puede elegirse para tene:
un punto de flujo y soldadura mis elevado que la soldadura
convencional, para facilitar los procesos subsecuentes,

El presente invento corresponde a una solicitud de
patente formulada en Gran Bretafia el dia 2 de Septiembre de

1975, sefialada con el N2 36087/75 vy se acoge, por lo tanto,

a los beneficios que otorgan los convenios internacionales
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-Los puntos de invencidn éropia Yy nueva que se pre-
sentan para que sean 6bjeto.de esf% patente de veinte afios
son los siguientes:

l.- Un método de recubrimiento metélico sobre una
superficie eléctricamente aislante de.un substrato que inclu
ye las etapas de recubrir, por lo menos, una porcidn de la
superficie del substrato con un polvo de particulas compues~
tas cada una de las cuales comprende un nficleo de un metal -
Yy un recubrimiento de, por lo menos, un segundo metal mis
blando que el metal del nficleo, y la aplicacidn de presibdn
a la porcidém recubierta de polvo de la superficie para pre=-
sionar las particulas coherentemente.

2.~ Un método, seghn el punto 1, que incluye la
etapa de calentamiento del polvo y/o del substrato mientras
se aplica la presibdn.

3.~ Un método{ seglin los puntos 1 6 2, que incluye
la etapa de porporcionar la unidén de la superficie polvo/
substrato antes de aplicar la presidm.

4.~ Un método, segiin el punto 3, en dénde el medio
de unidén es un adhesivo sobre la superficie del substrato.

5.- Un método, segin el punto 3, en dénde el medio
de unidén es un adhesivo sobre las particulas individuales
del polvo.

6.- Un método, segiin cualquiera de los puntos an-
teriores del 1 al 5, en dbénde las particulas de polvo tienen
nicleos dé cobre recubiertos de estafio,

7«= Un método, seghn cualquiéra de los puntos 1

al 5, en dbénde las particulas de polvo tienen nicleos de
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hierro recubiertos de cobre y luego de una aleacidn de esta-

ﬁo;plomo.:..

8.~ Un método, segln cuaiquiera de los puntos
anteriores del 1 al 5 en ddonde ;aé.partﬂculas de polvo tiene:
niicleos de acero recubiertos de plomo.

9.~ Un método, segin los puntos del 1 al 8 en dbénd.

. el recubrimiento metdlico define-una distribucidn de pistas

conductoras sobre la superficie del supsgrato.

10.~ Un método, segin el punto 9, en dénde la pre
sidén se aplica por un troquel que tiene la distribucidn requs
rida de pistas én relieve sobre su superficie en contacto co:
el polvo.

11.- Un método segiin el punto 9, en dbénde el polvo
se combina con un medio apropiado para formar una tinta con
la que se imprime sobre la superficie del substrato segin
la distribucidn requerida, y se aplica la presidn bien selec-
tivamente dbénde estd pintada la distribucidn o en el total.

12.- ﬁn método, seghn el punto 9, en dbénde la dis-
tribucidn requerida se forma en bajorelieve (entalladuras)
sobre la superficie del substrato, se introduce el polvo en
dichas entalladuras, y se aplica la presidén selectivamente
para presionar las particulas coherentementé.

13.~.Un método de recubrimiento metldlico.
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Tal y como se ha descrito en la memoria que ante-

cede, y a.,los fines especificados.
I

-
.

. . L7} : .
Esta memoria consta de siete hojas escritas por

una sola cara.

Madrid, k 2 SE?. 197?}’

o

M. G. SANTAMARIA

VlCE-SECF!ETARlC_ CENERAL
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